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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子と、
　前記撮像素子が設置される基板と、
　前記基板の裏面側に配置され、吸熱部を内周面側に形成し、放熱部を外周面側に形成す
る筒状のペルチェ素子とを備え、
　前記ペルチェ素子が、その一方の端面と前記基板の裏面とが対向するように配置されて
おり、
　前記基板の裏面と対向するように配置された前記吸熱部が、前記基板の裏面と接するこ
とを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記基板が、前記ペルチェ素子の中空部において、前記基板の裏面から延出する熱伝導
性部分を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記基板から延びる配線を覆うケーシング部を有し、前記ペルチェ素子が前記ケーシン
グ部を覆うことを特徴とする請求項１又は２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記撮像素子、前記基板および前記ペルチェ素子が、内視鏡先端部に設けられているこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の内視鏡。
【請求項５】
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　前記放熱部が、前記基板と接していないことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに
記載の内視鏡。
【請求項６】
　撮像素子と、
　前記撮像素子が設置される基板と、
　前記基板の裏面側に配置され、吸熱部を内周面側に形成し、放熱部を外周面側に形成す
る筒状のペルチェ素子とを備え、
前記ペルチェ素子が、その一方の端面と前記基板の裏面とが対向するように配置されてお
　り、
　前記ペルチェ素子が、吸熱板としての内側筒体と、放熱板としての外側筒体と、内側筒
体と外側筒体との間に設けられる複数のＰ型半導体と複数のＮ型半導体とを有し、
　前記複数のＰ型半導体と複数のＮ型半導体が、軸方向に沿って交互に螺旋状に配置され
、そして直列接続されていることを特徴とする内視鏡。
【請求項７】
　前記ペルチェ素子を覆う筒状の放熱部材をさらに備えることを特徴とする請求項１乃６
のいずれかに記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、器官内壁などの被写体を撮像する内視鏡装置に関し、特に、内視鏡先端部に
おける冷却機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子内視鏡装置では、ビデオスコープの先端部にイメージセンサ（撮像素子）および回
路基板等を含む撮像モジュールが備えられており、イメージセンサから読み出される画素
信号に基づいて観察画像を生成し、モニタ等に表示する。
【０００３】
　内視鏡作業中に撮像モジュールで生じる熱は、画像ノイズの発生を引き起こす。これを
防ぐ方法として、撮像モジュール側面にペルチェ冷却素子を配置させて放熱することが考
えられる（例えば、特許文献１参照）。ペルチェ素子は、放熱面と吸熱面との間にＮ型、
Ｐ型半導体を交互に直列接続させた平面、スクウェア型構造を採用している。
【０００４】
　撮像モジュールの基板には、コンデンサなど様々な電子部品が配設され、また、数多く
の配線が内視鏡軸方向に沿って延びている。そのため、ペルチェ素子を撮像モジュール裏
側にそのまま実装させることはスペースの狭い内視鏡先端部において難しい。これを回避
するため、撮像モジュールの基板に対して軸方向に延びる延出部分を形成し、その側面に
ペルチェ素子を配置する構成が提案されている（引用文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２２８１５号公報
【特許文献２】特開２０１０－３５８１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　基板の一部側面に平面型、スクウェア型を配置した冷却構造では、基板側面からしか熱
を吸収することができず、基板全体に発生する熱を効果的に吸収することができない。
【０００７】
　このような構造で冷却機能を向上させるためには、その構造上それらを積層させる必要
がある。しかしながら、厚みのある平面型ペルチェ冷却素子を、配置スペースに制限のあ
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る内視鏡先端部に積層させることは難しい。
【０００８】
　したがって、冷却機能が優れるとともに、内視鏡先端部に容易に実装可能なペルチェ素
子が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の内視鏡は、撮像素子と、撮像素子が配設される基板と、基板の裏面側に配置さ
れ、吸熱部を内周面側に形成し、放熱部を外周面側に形成する筒状のペルチェ素子とを備
える。そして、ペルチェ素子は、その一方の端面と基板裏面とが対向するように配置され
ている。例えば、ペルチェ素子を円筒状に形成可能である。
【００１０】
　撮像モジュールに発生する熱は、素子が実装された基板の裏側から先端部反対側（プロ
セッサ側）に向けて伝達されやすい。ペルチェ素子は、その軸方向が内視鏡先端部の軸方
向あるいは先端部に配置された対物光学系の光軸方向に沿った方向で端面が基板裏側を向
くように設置されている。
【００１１】
　そのため、熱が中空部に伝わると、吸熱部として作用する内周面から放熱部として作用
する外周面に向けて熱が移動し、ペルチェ素子は放射状に熱を拡散させる。その結果、撮
像モジュールに発生した熱が、その後方側で均一に放出することが可能となる。
【００１２】
　基板には、ペルチェ素子の中空部において基板裏面から延出する熱伝導性部分を設ける
ことが可能である。例えば、中空状の部材として基板から延びる配線を覆うケーシング部
材を構成することが可能であり、配線経路を確保する配線カバーおよび伝熱部材として機
能させることができる。
【００１３】
　熱伝導性部分からペルチェ素子へ効率よく熱を輸送させることを考えると、熱伝導性部
分とペルチェ素子とを接触させる構成にすることが可能である。例えば、ペルチェ素子に
熱伝導性部分を嵌合させて密着させるようにすることができる。
【００１４】
　ペルチェ素子と基板裏面とを接触させてもさせなくてもよい。軸方向に沿って基板から
直接熱を移動させるとともに、ペルチェ素子から基板に熱が移動することを防ぐことを考
慮すれば、吸熱部を基板裏面側と一方の端面において接触させる一方、放熱部が基板裏面
側と接触させないようにするのがよい。
【００１５】
　ペルチェ素子の構造としては、吸熱板としての内側筒体と、放熱板としての外側筒体と
を設け、その間に複数のＰ型半導体と複数のＮ型半導体を直列接続させればよい。＋、－
２つの端子だけで配線を構成することも可能であり、複数のＰ型半導体と複数のＮ型半導
体を、素子の軸方向に沿って交互に螺旋状に配置することによって実現可能である。
【００１６】
　ペルチェ素子からより効果的に放熱することを考慮すると、ペルチェ素子を覆う筒状の
放熱部材を設けることが可能である。
【００１７】
　本発明の他の局面におけるペルチェ冷却素子は、内視鏡、プローブその他の細径スコー
プに組み込み可能な撮像モジュールに適用可能であり、熱伝導性をもつ内側筒体と、熱伝
導性をもち、内側筒体を覆う外側筒体と、内側筒体と外側筒体との間に軸方向に沿って交
互に螺旋状に配置され、直列接続されている複数のＰ型半導体と複数のＮ型半導体とを備
え、放熱部と吸熱部を内側筒体と外側筒体に形成する。
【００１８】
　撮像モジュールとしては、撮像素子と、撮像素子が設置される基板とを備え、基板が、
上記ペルチェ素子の中空部において、基板裏面から延出する熱伝導性部分を有する。
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【発明の効果】
【００１９】
　このように本発明によれば、スペースに制限のある内視鏡先端部を効果的に冷却させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施形態である電子内視鏡装置のビデオスコープ（内視鏡）のブロック図であ
る。
【図２】撮像モジュールとペルチェ素子の構成を示した斜視図である。
【図３】ペルチェ素子の平面図である。
【図４】ペルチェ素子内部の半導体配置構成を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下では、図面を参照して本実施形態である電子内視鏡装置について説明する。
【００２２】
　図１は、本実施形態である電子内視鏡装置のビデオスコープ（内視鏡）のブロック図で
ある。
【００２３】
　ビデオスコープ１０は、図示しないプロセッサに着脱自在に接続可能であり、その先端
部１０Ｔに撮像モジュール２０を備える。ビデオスコープ１０内に設けられたライトガイ
ド（図示せず）は、プロセッサに設けられた光源部からの照明光を観察部位に伝達する。
【００２４】
　撮像モジュール２０は、ＣＣＤ、ＣＭＯＳなどの撮像素子２１と基板２２とを備え、基
板２２には、撮像素子２１とともにコンデンサ等の電子部品が設置されている。被写体に
反射した光は、対物レンズ２３を通って撮像素子２１の受光面に結像する。これにより撮
像素子２１で生じる画素信号は、基板２２に接続された信号ケーブル５０を介してプロセ
ッサ（図示せず）へ送信される。
【００２５】
　基板２２は、撮像素子の搭載される矩形状基板本体２２Ａと、基板本体２２Ａの裏面側
から突出する円筒状ケーシング部２２Ｂとを備える。ケーシング部２２Ｂの周囲には、円
筒状ペルチェ素子３０が配置されており、ペルチェ素子３０の周囲には、金属などからな
る円筒状の放熱部材４０が配置されている。
【００２６】
　図２は、撮像モジュール２０とペルチェ素子３０の構成を示した斜視図である。ただし
、ここでは放熱部材４０を図示していない。
【００２７】
　基板２２は、基板本体２２Ａの裏面に円筒状ケーシング部２２Ｂを取り付けたセラミッ
ク基板として構成されており、撮像素子２１と一体化したパッケージモジュールとなって
いる。ケーシング部２２Ｂの一方の端部２２Ｃ側から電源線、信号線など様々な配線Ｃが
延びており、これら配線ＣＬが信号ケーブル５０を構成する。ケーシング部２２Ｂは内部
に配線ＣＬを通すように筒状に形成されており、配線ＣＬをカバーして配線経路を確保す
る。
【００２８】
　基板本体２２Ａの裏面２２Ｓに対向するペルチェ素子３０の端面３０Ａは、基板本体２
２に対向しており、その軸方向は内視鏡軸方向、そして対物レンズ２３の光軸に概ね沿っ
ている。また、円筒状ペルチェ素子３０は、その中空部３０Ｔにケーシング部２２Ｂが嵌
るように装着されており、ケーシング部２２Ｂとペルチェ素子３０の内周面全体が密着し
ている。ペルチェ素子３０は、電力（図示せず）が供給されると、撮像モジュール２０に
生じる熱を周囲に放出するように動作する。
【００２９】
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　次に、図３、４を用いて、本実施形態におけるペルチェ素子の内部構造について説明す
る。図３は、ペルチェ素子３０の平面図である。図４は、ペルチェ素子内部の半導体配置
構成を模式的に示した図である。
【００３０】
　ペルチェ素子３０は、基板２２のケーシング部２２Ｂと密着する内側の円筒状吸熱板３
２Ａと、吸熱板３２Ａを覆う円筒状放熱板３２Ｂを備え、その間には、複数のＮ型半導体
Ｔ１と、Ｐ型半導体Ｔ２が規則的に配置されている。吸熱板３２Ａ、放熱板３２Ｂは、熱
伝導性の高い金属などの物質から成る。
【００３１】
　複数のＮ型半導体Ｔ１、Ｐ型半導体Ｔ２は、ペルチェ素子３０の軸Ｃ方向に関して螺旋
状に交互に並んでおり、吸熱板３２Ａと放熱板３２Ｂの内表面に沿って形成された薄膜電
極Ｌに沿って直列に接続されている。図３では、ペルチェ素子３０の端面３０Ａから見た
ときの半導体配列を一部示しており、また、図４では、Ｎ型半導体Ｔ１、Ｐ型半導体Ｔ２
の螺旋状配列を示している。
【００３２】
　円筒状吸熱板３２Ａは、一方の端面側に放熱板３２Ｂよりも軸方向Ｃに沿って突出した
接続部３２Ｔを形成しており、基板本体２２Ａと密接する。一方、放熱板３２Ｂは基板本
体２２Ａと接しない。
【００３３】
　このような半導体の螺旋直列配置構造をもつペルチェ素子３０の中空部３０Ｔにケーシ
ング部２２Ｂを挿入、嵌合させることにより、放熱作用が働く。
【００３４】
　具体的に説明すると、ケーシング部２２Ｂは熱伝導性をもつことから、内視鏡作業中に
撮像素子２１および基板本体２２Ａに発生した熱は、ケーシング部２２Ｂに伝わり、また
、配線ＣＬが延びるその内部空間に伝わって、ケーシング端部２２Ｃに向け移動する。
【００３５】
　ペルチェ素子３０は、その内周面（吸熱板３２Ａ）が吸熱部、外周面（放熱板３２Ｂ）
が発熱部となるように動作するため、ケーシング部２２Ｂに伝達された熱は、ペルチェ素
子３０に吸収され、ペルチェ素子３０の外周面全体から放射状に放出される。さらにペル
チェ素子３０と密着する放熱部材４０により、熱は放熱部材４０全体から放出される。
【００３６】
　このように本実施形態によれば、内視鏡先端部において、撮像素子２１および基板２２
から構成される撮像モジュール２０を配置し、先端部とは反対側の基板後方部に円筒状ペ
ルチェ素子３０が配置される。そして、基板本体２２Ａから延びた配線ＣＬをカバーする
ケーシング部２２Ｂは、ペルチェ素子３０の中空部３０Ｔに嵌合して密着している。これ
により、撮像素子２１、基板２２から生じた熱が基板後方側へ移動し、放熱部材４０を通
じて内視鏡先端部において径方向に拡散される。
【００３７】
　従来のスクウェア型ペルチェ素子ではなく円筒状のペルチェ素子３０を構成するととも
に、ペルチェ素子３０の中空部３０Ｔに熱伝導性のある基板ケーシング部２２Ｂを嵌める
ことにより、小スペースながらも十分な放熱面を確保することができ、冷却効果が高まる
。
【００３８】
　特に、ケーシング部２２Ｂが配線カバーと伝熱を兼用するため、スペースに無駄のない
小型の冷却機構を実現している。また、熱を基板裏側のビデオスコープ軸方向に沿って効
果的に伝達させるため、内視鏡先端面側、すなわち被写体側へ熱を拡散することを防ぎ、
人体への熱の影響を低減することができる。
【００３９】
　さらに、ケーシング部２２Ｂとペルチェ素子３０が密着し、さらにペルチェ素子３０と
放熱部材４０が密着しているため、速やかに熱が放射状に拡散し、内視鏡先端部に熱が溜
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るため、放熱板３２Ｂから熱が基板２２へ再び伝わることを防ぐ。
【００４０】
　また、ペルチェ素子３０に設けられるＮ型半導体Ｔ１、Ｐ型半導体Ｔ２の交互直列接続
を螺旋状にしているため、１組の＋、－端子のみで、すべてのＮ型半導体Ｔ１、Ｐ型半導
体Ｔ２を動作させることができる。
【００４１】
　また、撮像素子モジュールを内視鏡先端部に組み込む場合、放熱部材のサイズに合わせ
て内視鏡先端部に丸穴を開けるだけでよいため、簡単な加工によって冷却機構を取り付け
た撮像素子モジュールを実装させることができる。
【００４２】
　ペルチェ素子の形状については、筒状であれば厳密な円筒状でなくてもかまわない。ま
た、半導体配置構成については、平面型ペルチェ素子のようにＮ型半導体、Ｐ型半導体を
２次元配列および交互直列接続させた平面モジュールを階層化させ、円筒状ペルチェ素子
を構成することも可能である。
【００４３】
　ペルチェ素子は基板本体およびケーシング部ともに密着しているが、部分的に接するよ
うにすることも可能であり、あるいは、ペルチェ素子を基板本体、ケーシング部に接しな
いようにすることも可能である。さらには、ケーシング部を設けない構成にすることも可
能であり、基板からペルチェ素子の中空部に伝わる熱を吸収し、外周面から拡散させるこ
とができる。また、スペースの制限から放熱部材を設けない構成にすることも可能である
。
【符号の説明】
【００４４】
　１０　ビデオスコープ(内視鏡)
　２０　撮像モジュール
　２１　撮像素子
　２２　基板
　２２Ａ　基板本体
　２２Ｂ　ケーシング部（熱伝導性部分）
　２２Ｓ　基板裏面
　３０　ペルチェ素子
　３０Ａ　一方の端面
　３０Ｔ　中空部
　３２Ａ　吸熱板（内側筒体、吸熱部）
　３２Ｂ　放熱板（外側筒体、放熱部）
　３２Ｔ　接続部
　４０　放熱部材
　５０　信号ケーブル
　ＣＬ　配線
　Ｔ１　Ｎ型半導体
　Ｔ２　Ｐ型半導体　
　



(7) JP 6055617 B2 2016.12.27

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】



(8) JP 6055617 B2 2016.12.27

10

フロントページの続き

(56)参考文献  国際公開第２００６／０４６５５９（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１０－０３５８１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１９２６４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０２２８１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０４４１０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０９１５３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－３０５９９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０４－０２８４６１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              国際公開第２０１０／１０６１５６（ＷＯ，Ａ２）　　
              特開２００６－３３７７６５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　１／００　－　１／３２　　　　
              Ｇ０２Ｂ　　２３／２４　－２３／２６
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１４　－２７／１４８
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２２－　５／２５７　　　　



专利名称(译) 内视镜装置

公开(公告)号 JP6055617B2 公开(公告)日 2016-12-27

申请号 JP2012138656 申请日 2012-06-20

[标]申请(专利权)人(译) 保谷股份有限公司

申请(专利权)人(译) HOYA株式会社

当前申请(专利权)人(译) HOYA株式会社

[标]发明人 橘俊雄

发明人 橘 俊雄

IPC分类号 A61B1/04 G02B23/24 G02B23/26

FI分类号 A61B1/04.372 G02B23/24.B G02B23/26.C A61B1/04.530 A61B1/05 A61B1/12.541

F-TERM分类号 2H040/DA12 2H040/GA03 2H040/GA04 4C161/CC06 4C161/FF35 4C161/JJ11 4C161/LL02 4C161
/NN01 4C161/PP15

代理人(译) 松浦 孝

审查员(译) 棕熊正和

其他公开文献 JP2014000294A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

摘要：要解决的问题：有效冷却空间有限的内窥镜尖端。解决方案：在
内窥镜端部中，设置包括图像拾取装置21和基板22的成像模块20，并且
圆柱形帕尔贴元件30设置在与尖端相对的基板后部上。设置壳体部分
22B以覆盖从基板主体22A延伸的导线CL，并且壳体部分22B装配到珀耳
帖元件30的中空部分中以便紧密接触。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0de00c82-aa95-48c8-b042-41351084914c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050034096/publication/JP6055617B2?q=JP6055617B2

